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１．概要（Summary） 

メソポーラス有機シリカ膜 [1,2] の吸着材、触媒担体など

への応用を検討している。形成される細孔を有効に活用

するためには、最表面に露出する細孔の割合を増加させ

る必要がある。我々は CF4 ガスを用いる RIE（Reactive 
Ion Etching）が有機シリカ最表面層の選択除去に有効

であることを見出し、細孔径 20 nm の有機シリカ膜に対

する最適なエッチング条件を確立した。そこで今回は、細

孔径 40 nm の有機シリカ膜に対して RIE を行い、エッ

チングパラメーターが表面形状に与える影響を検討した。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

Reactive Ion Etching 装置（非 Bosch プロセス）、走

査型プローブ顕微鏡 
【実験方法】 

スピンキャストにより Si 基板上に細孔径 40 nm のメソ

ポーラス有機シリカ膜（膜厚 160 nm）を成膜した。ドライ

エッチング装置に膜をセットし、CF4 ガス（ 60 sccm）を導

入し、RF パワー： 15 W、圧力： 10 Pa、印加時間：

10~30 s の条件でエッチングを行った。処理した膜の表

面を走査型プローブ顕微鏡( AFM )で観察し、ドライエッ

チングの効果を把握した。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Figure 1 に、エッチング時間を変えて処理した膜の

AFM 像を示す。未処理の膜(a)では、浅い窪み状及び閉

塞した細孔が多く見られ、表面開口率は低かった。細孔

径 20 nm の有機シリカで効果が見られた 15 s の RIE 処

理を施した膜では、細孔のサイズが若干拡張するものの、

未処理の膜に比べてほとんど変化は認められなかった(b)。
RIEを 30 s行った場合、最表面層が削られることで、深さ

約 20 nm のオープンポアが形成されることがわかった。 
今回の検討で細孔径 20 nm の有機シリカ膜の場合より

も、RIE 処理時間を長くすることで、細孔径 40 nm の膜

においても、表面開口率を大きく増加できることを見出し

た。 

 
Fig. 1 AFM height images for (a) as-cast film, and 

RIE treated films for (b) 15 s, and (c) 30s.  
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